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DECTI

SETAD

DEINC

DECTI

• E-Digital - Transformação Digital

• EBIA – Inteligência Artificial

• Plano Nacional de IoT

• Governança da Internet (CGI.br)

• Cooperação Internacional

DEINC

• Lei de TICs (Lei de Informática)

• PADIS

• TIC

• Semicondutores

• Comunicações Avançadas

• Tecnologias Quânticas

• Segurança Cibernética

LEI de TIC
• Concessão de Incentivos

• PD&I (Empresa, ICT e Startups)

• Bens Desenvolvidos no País

PADIS

• Concessão de Incentivos

• PD&I

• Componentes Desenvolvidos no País

CGGD CGTD

CGIDCGTR

CGSM



Recursos Humanos

Infraestrutura

Marco regulatório

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Transformação Digital
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Incentivos governamentais à indústria de Semicondutores
Quadro comparativo: Brasil versus líderes globais

ABISEMI

Encargos Brasil sem PADIS Brasil com PADIS Líderes globais

Redução do Imposto de Importação – insumos, materiais intermediários, 
máquinas e equipamentos

Redução de Impostos e Contribuições sobre Produtos Industrializados e 
Receita (IPI/PIS/COFINS) – entradas

Redução de Impostos e Contribuições sobre Produtos Industrializados e 
Receita (IPI/PIS/COFINS) – saídas

Redução do Imposto de Renda e adicionais*

Redução da tributação sobre royalties – licenciamento de tecnologia, 
importação de serviços técnicos e afins**

Incentivos à exportação

Estímulos financeiros sobre a operação ou P&D***

Linhas especiais de crédito, fomento, investimento direto (participação) ou 
fundo perdido para investimento em infraestrutura e produção. 

Desoneração de atividades P&D

Política de longo termo / permanente

* CSLL não abrangida pelo PADIS (9%)         ** Parcial. Redução limitada à CIDE-Royalties (10%). Permanecem devidos ISS (2% a 5%), Imposto de Renda (15% e 25%), PIS/COFINS (1,65% e 7,605%) e IOF.
*** Considerando as alterações trazidas pela Lei 13.969/19, em vigor desde 01/04/2020 e vigente até 31/12/2026, que extinguiu a redução a zero das alíquotas do IPI, PIS e COFINS nas saídas.



O PROGRAMA PADIS

Instituído pela Lei nº 11.484, de 2007



Marco Legal de Incentivo à PD&I em Semicondutores
• Lei  11.484, de 2007 (alterada pela Lei 13.969/2019 e Lei 14.302/2022)
• Vigência - até 31.12.2026 para crédito financeiro e redução a zero do II, IPI e PIS/COFINS e entre 12 e 16 anos para CIDE e IRPJ

Escopo e Abrangência

• Semicondutores e Displays

• Insumos e equipamentos da cadeia de fabricação de semicondutores e displays (conforme PPB)

Objetivos Principais

• Incentivar a realização de PD&I em semicondutores e displays no país.

• Estimular a implantação, a expansão e a consolidação da capacidade produtiva nacional.

• Fomentar e fortalecer a interação Indústria-Academia e Indústria-ICT.

Objetivos Secundários

• Desenvolver a cadeia produtiva de semicondutores e displays no Brasil

• Participar da cadeia global de semicondutores e displays



Etapa Política Pública Iniciativa Privada

Chip Design
CI Brasil
PNM Design
Brazil IP

Chipus
Idea!
...............

Front-end
(Semiconductor
Manufacturing)

CEITEC
UNITEC

LUMENTUN
SUNEW

Back-end (Assembly, 

Test and Packaging)

Lei de TIC/PPB

Smart Modular
HT Micron
ADATA
Multilaser
Cal-Comp

P&D PADIS (P&D)

Instituto Eldorado
USP/LSI-TEC
Unisinos/ITT Chip
............

Cadeia de Valor de Semicondutores

POLÍTICA PÚBLICA  RESULTADOS

Semiconductor Supply Chain (per Chips Act COM)

Strengthening EU-Brazil bilateral know-how of semiconductor sector technology and 
possibilities for cooperation on trade and R&D

Prof. Gabriel Crean e Prof. Jacobus Swart – Julho de 2023



Multilaser, Unitec, Sunew, 

NORTE

CENTRO-
OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

Localização da Indústria de Semicondutores no País

Smart, BRPhotonics, IDEA!, 
Adata e BYD

Multi e Sunew

Chipus

Cal-Comp

CEITEC e HT Micron
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A indústria de semicondutores no Brasil
Design Houses – Informações da ABISEMI

*DHs identificadas por meio de pesquisa no linkedin (ou informado pela empresa)

• Receita total estimada: US$ 25 Mi

• 9 empresas atuantes com Design:
o 4 do Brasil 
o 3 dos Estados Unidos
o 1 da Índia
o 1 do Reino Unido

• Localizadas em 4 estados:
o MG
o SP
o SC
o RS

• 3 estabelecidas em 2021:
o Ensílica
o Impinj
o HCL

• + 500  projetistas no total

Empresa QG Modelo de negócios

Cadence USA EDA/IP/Services

Chipus Brasil ASICs/IP/Services

Eldorado Brasil Services

Ensíilica UK ASICs/IP/Services

HCL India Services

Idea Brasil IP/Services

Impinj USA Standard Products

RFiDO Brasil Services

Silvaco USA EDA/IP/Services

TOTAL projetistas
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> USD 2,5bi
é o investimento  estimado da 
indústria  no Brasil: bens de  
capital, infraestrutura  de 
produção,  capacitação de 
recursos  humanos e P&D

PADIS
20empresas

habilitadas, sendo 5  com 
fábricas de  encapsulamento 
de  circuitos integrados e  2 
com fabricação de  wafers no 
Brasil, além  de designhousese  
fabricantes de painéis solares

> R$ 4,5 bi
faturou a indústria no  Brasil em
2021,  principalmente com o  
produto “memórias” de  altíssima 
tecnologia  aplicadas em 
smartphones ecomputadores.

> R$ 830mi
investidos em atividades  de P&D 
em todo o  Brasil. 60 ICT’s públicas  
e privadas conveniadas  realizam 
projetos de  P&D I com 
investimentos  da indústria 
nacional

Programa PADIS

> 2,5 mil

empregosdiretos  altamente
qualificados.  Centenas de 
técnicos,  engenheiros, mestres,  
doutores e  pesquisadores

que somam mais de  27.000m2, em 45.000m2

de área produtiva - Classes: 100 (ISO-2), 1000 (ISO-3), 10.000 
(ISO-4), 100.000 (ISO-5). 

Salas limpas Arrecadação tributária 
maior que a renúncia fiscal, 

considerando o P&D obrigatório 

(R$ 294M e R$ 306 M -PLOA 2018 e 

2019)

> 50patentes

concedidas ou em  fase de análise pelo  INPI em nome das  
empresas associadas,  para as mais diversas  aplicações

Fonte: ABISEMI



Desoneração cadeia 
produtiva Apoio à P&D Crescimento da demanda 

interna Capacitação RH CAPEX Financiamento

NOVO PADIS

Eixos



Semicondutores: Ações e Iniciativas MCTI

Criar 

competências

Apoiar 

projetos de 

P&D

Infraestrutura

Universidades & 

ICTs

• Capacitação em design

de ponta (< 10 nm)

• CI Inovador (formação de 

projetistas e 

empreendedores)

• APCI (licenças de EDA 

para graduação)

Instituto Eldorado

LSITEC e LME - USP

ITT Chip/Unisinos

UNICAMP – CCS e LPD

UFRGS

PUC-RS e PUC-RJ

UFSM

UFPR

UFMG

UnB

Virtus/UFCG

CTI Renato Archer

Onin (CSEM)

• Família Caninos

• MCU 32 bits

• SIP – NB-IoT

• Manufatura aditiva 

microeletrônica



Company Confidential

Aplicações-alvo para IoT LPWAN

Medição de energia

85 milhões de dispositivos

Medição de água

50 milhões de dispositivos

Medição de gás

10 milhões de dispositivos

Veículos

50 milhões de veículos

Iluminação Pública

20 milhões de dispositivos

Sistemas de Alarmes Animais de estimação Bovinos

70 milhões de domicílios 74 milhões de animais 200 milhões de animais
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LPWAN

SMW-SX1262M0
LORA PRIMO

NB2 PRIMO

EM DESENVOLVIMENTO

Camada de 
aplicação

Camada de 
conectividade

FUOTA

Comandos AT orientado à 
aplicações
No-code

TRACKING APPSVCB APP

SWAP-LRSVCB0I

Módulos de aplicação

Tecnologia

LPWAN DUAL 

SiP Device

Placa de avaliação

EM DESENVOLVIMENTO

EM DESENVOLVIMENTO

SLMTD

Monitoramento de Transformadores

Módulos de Conectividade

Produtos desenvolvidos na SMART Modular Technologies Aplicações-alvo para IoT LPWAN



Sigfox iMCP HT32SX LoRa iMCP HTLRBL32L

IoT Products – Made in Brazil

The iMCP - HT32SX is a Multicomponent Integrated Circuit
(MCO) designed to provide a ready-to-use connectivity
solution for IoT (Internet of Things) applications.

It is HT Micron's first product for the new non-memory
component family, and its small size, high performance and
low power consumption aim to deliver better experience for
IoT application developers.

The iMCP HTLRBL32L will be the new MCO to join the product family for
IoT (Internet of Things) applications.

In addition to its small size and high performance, this component
features connectivity to the LoRa network, one of the leading low power
long distance networks (LPWAN). The product will also feature Bluetooth
5.2 connectivity, further increasing the possibilities of connectivity and
development of IoT devices.



PADIS - AÇÕES EM ANDAMENTO

PADIS

– Decreto 11.456/2023

– Pl de Insumos (EFV)

– Novos projetos

NOVO PROGRAMA

- Publicação de MP com diversas 

ações de fomento ao ecossistema 

de semicondutores

OBCHIP – Olimpíada Brasileira de 

Semicondutores

CI BRASIL INOVADOR

- Apoio à Capacitação de 

projetistas (recursos Lei de TIC)

PPI PNM

-Apoio à projetos estruturantes e 

de abrangência nacional

FNDCT

- Apoio à Formação (Mestres e 

Doutores)

Retomada CEITEC Cooperação com União Europeia



• A indústria de semicondutores é estratégica e 

transversal;

• A Pandemia acelerou a revolução digital, 

trouxe aumento da demanda por 

semicondutores, provocando shortage global;

• Há investimento dos fabricantes para 

aumento da capacidade de produção;

• Casos de sucesso no mundo (UE, EUA, 

China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e 

Israel, dentre outros) envolveram a 

cooperação entre o Estado, o setor privado e 

a academia;

• A estabilidade das medidas e a segurança 

jurídica são fundamentais para assegurar os 

investimentos

• Aprovar um novo Programa 

rapidamente

• Ampliar a cadeia de valor de 

semicondutores: fortalecer as IC 

Design Houses, diversificar o Back-

end e atrair investimentos de Front-

End

• Aumentar a participação do 

Brasil no mercado mundial de 

semicondutores de 2% para 4%

em 15 anos

Construir um Ecossistema favorável para a implantação e 

operação do complexo tecnológico e industrial de 

semicondutores



Muito Obrigado!

Secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 


